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Abstract (en)
The device (1) has a contact region (2) e.g. evaporator surface or heat exchanger surface, exposed to surroundings to transport heat energy. The
contact region is partially formed with a coating (3) i.e. anti-freeze polymer layer, that lowers a freezing point of moisture. The coating partially
comprises polymer, and produces thermal hysteresis in contact with the moisture. The thermal hysteresis is formed such that fluid moisture freezes
during the freezing point and iced moisture melts during a melting point. The contact region is coated with the coating and a hydrophobic layer (4).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung (1) zur Kühlung einer eine Feuchtigkeit aufweisenden Umgebung mittels Wärmeenergietransports,
insbesondere nach Art eines Verdampfers, Wärmetauschers oder dergleichen, mit mindestens einem Kontaktbereich (2), welcher der Umgebung
ausgesetzt ist, um Wärmeenergie zu transportieren. Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Kühlvorrichtung (1) mit einem entsprechenden
Kontaktbereich (2) sowie einen Kontaktbereich (2) zu schaffen, bei denen eine Vereisung effektiv, umweltschonend und ohne großen Aufwand
verhinderbar ist. Gekennzeichnet ist die Erfindung dadurch, dass der Kontaktbereich (2) zumindest teilweise mit einer einen Gefrierpunkt der
Feuchtigkeit absenkenden Beschichtung (3) ausgebildet ist, um ein Gefrieren der Feuchtigkeit aus der Umgebung zu vermeiden oder zumindest zu
reduzieren.
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